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PKG (FC-BGA) PKG (FC-CSP) RF-PCB

온디바이스 AI, 챗GPT, 자율주행車, 
데이터 서버 등 CPU, GPU

모바일기기 (AP) 전자부품 산업에 광범위

삼성전기, LG이노텍, 대덕전자, 코리아써키트 삼성전기, LG이노텍, 대덕전자, 심텍 비에이치, 영풍전자

FPCB HDI MLB 

디스플레어, 모바일 카메라 모듈 5G/6G, 클라우드 컴퓨팅 등 5G/6G, 메모리모듈(서버)

비에이치, 영풍전자, 인터플렉스 코리아써키트, 심텍, 이수페타시스, 비에이치 대덕전자, 이수페타시스
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(金鍾學)

✓ ✓



9



10



11



12



13

정면기
(Scrubbing Machine)

표면처리설비
(Surface Treatment Equipment)

식각설비
(Etching Equipment)

연마석이 포함된 브러시 등을 회전시켜 금속

또는 수지를 연마하여, 금속 표면에 조도를

형성하거나, 금속 표면의 수지 제거 등의 작

업을 수행하는 설비. 이를 통해 후속 공정의

품질을 높이고 결함을 방지함．

금속 표면에 산이나 알카리 약품 등을 침적

또는 스프레이 방식으로 처리해서 금속 표면

에 조도 형성, 산화막 형성, 유기물제거, 크

리닝(세정) 작업을 하는 설비

강산 또는 알카리 약품을 이용해 금속 표면

에 약품을 분사해서 신호 전달을 위한 회로

형성이나, 원하는 가공 형상으로 식각을 수

행하는 설비. 정확한 회로 패턴 형성은 PCB

의 기능과 성능에 직결됨

수직비접촉설비
(Vertical Non-Contact Equipment)

JIG
세라믹 브러쉬

(Ceramic Brush) 

기존 수평 방식의 제품 이송이 아닌 JIG를

이용하여 제품의 수직(90°)이동이 가능하도

록 하여 처리 전/후 과정 중에 설비부품의 접

촉을 최소화 할 수 있는 설비．

PCB 제조 공정에서 PCB를 고정하거나 위

치를 잡아주는 보조 장치를 말합니다. 정확

한 위치 결정과 안전한 고정을 위해 사용

됨. 정확한 위치에 PCB를 고정하여 후속 가

공의 정밀도를 높이는 역할을 함.

세라믹 수지에 연마석을 넣어 동이나, 금속

표면을 연마하는 원통 형태의 브러시 공급,

주로 정면기에 사용되는 소모품
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2018 2019 2020 2024 지역별 업체별
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비접촉 Jig + 5° Tilt

Jig반송이 장비 하부로 이송
( maintenance ＆ Safety ↑ )

제품 상부 액 pudding효과를 개선하기 위한 Tilt 적용

※ 특허 등록번호: 10-2538707

비접촉 + Oscillation + 회전 Etching

수직 회전방식을 적용한 Etching 장비
에칭 Uniformity ↑ ( 제품 쳐짐 ↓ )

약품에 대한 제품 양면의 대칭성

※ 특허 등록번호: 10-2296192
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수평이송 방식의 2차 전지용 음극재 도금장치 및 그 도금방법”
(특허번호 제2023-147928)
해외 6개국 출원(유럽, 일본, 중국, 대만, 필리핀, 베트남)

데모장비 제작완료 → 양산장비 3 모델 대응 진행
- A모델 (280mm), B모델 (1000mm), C모델 (1400mm)

5월 27일 제품 시연회 완료

영업활동 진행중 (국내, 중국, 일본)

양면도금.mp4
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• 비접촉 Jig(겸용) + Tilt 방식 적용

• 세정(Initial), 현상(Develop), 에칭(Etching), 박리(Strip)   
WET 공정 설비

• 4Q내 DEMO 설비 개발 목표 → 산학협력 TEST 진행 예정

• 해당 기술 특허 출원 진행 중 (6개 이상)

• 중소기업 기술혁신개발사업 선정 (과제명: 반도체 Glass 
기판용 고수율 Damage-free Etcher(식각장비) 개발)
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Robot

동 스페이서 원판

∅ 6.5 동스페이서

∅ 3.2 동스페이서

∅ 2.5 동스페이서
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빛 흡수율이 80~90%인 수준을 특허 기술인 특수 흑화 도금 방식을 적용함으로써

빛 흡수율이 100%인 고해상도용 카메라 모듈을 구현할 수 있음.

●필름방식 (기모토)

표면처리 : 샌딩

H : 0.2㎛

빛

●에칭도금방식 (S사)

표면처리 : 흑화도금
H : 1.0㎛

빛

빛흡수율 : 80% (반사율 20%)

빛흡수율 : 90%
(편광반사율 10%)

빛의흡수율이 80%~90% 수준으로저하.

●특수에칭도금방식 (자사)

표면처리 : 특수흑화도금

빛

빛흡수율 : 100% 
(편광반사율 0%)

H : 1.5㎛

■고해상도구현 : 빛흡수율 100%

■특수흑화도금에의한 1.5㎛의산형성기술

■특수흑화도금기술 : 빛반사와편광이전혀없음

■침상구조 Coating 기술 : 산 (바늘구조)의무너짐방지

타사대비차별화기술확보

빛

빛



36


